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ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

二零零一年未經審核中期業績公佈

截至二零零一年六月三十日止六個月

ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED 董事會欣悅地宣佈二零零一年中期業績如下：

業績

截至二零零一年六月三十日止六個月，集團錄得營業額為港幣992,018,000元，較去年同期的港幣1,937,027,000元相比較，減少百分之四十八點八。集團綜合除稅後溢利為港幣200,161,000元，相比去年同期減少百分之六十一點五。期內，每股基本溢利為港幣0.53元（二零零零年：港幣1.38元）。

派息

董事會現建議派發中期股息每股港幣36仙（二零零零年: 港幣30仙）。集團將於二零零一年八月十六日至八月二十二日，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派是次中期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零零一年八月十五日下午四時前，送達香港中環干諾道中111號永安中心5樓公司股份登記處秘書商業服務有限公司。中期股息將於二零零一年八月二十三日左右派發。

財務概要


截至六月三十日止六個月


二零零一年
二零零零年


（未經審核）
（未經審核）


港幣千元
港幣千元





營業額
992,018
1,937,027

銷貨成本
(583,430)
(1,086,570)





毛利
408,588
850,457

其他收益
26,167
19,589

銷售費用
(72,758)
(138,305)

一般管理費用
(53,466)
(84,886)

研究及發展淨支出
(85,221)
(83,019)





經營溢利
223,310
563,836

五年內到期還款之銀行借貸利息
(34)
(2,713)





除稅前溢利
223,276
561,123

稅項
(23,115)
(40,603)





本期間淨溢利
200,161
520,520





股息
136,723
113,692





每股溢利



— 基本
港幣0.53元
港幣1.38元





— 攤薄
港幣0.53元
港幣1.37元

附註：

1.
分類資料

業務分類


營業額
截至六月三十日止六個月
除稅前溢利
截至六月三十日止六個月






二零零一年
二零零零年
二零零一年
二零零零年


（未經審核）
（未經審核）
（未經審核）
（未經審核）


港幣千元
港幣千元
港幣千元
港幣千元







製造及銷售：











設備
824,618
1,647,260
206,465
506,632

引線框架
167,400
289,767
2,729
50,583








992,018
1,937,027
209,194
557,215







利息收入，減利息支出


14,082
3,908










223,276
561,123

地區分類


營業額


截至六月三十日止六個月


二零零一年
二零零零年


（未經審核）
（未經審核）


港幣千元
港幣千元





馬來西亞
165,128
470,695

中國大陸
154,903
100,901

台灣
146,811
340,894

新加坡
93,739
125,782

菲律賓
86,324
259,287

香港
75,724
82,736

日本
66,856
26,479

泰國
64,263
183,205

歐洲
46,941
48,291

韓國
40,350
231,240

美國
36,362
44,849

其他
14,617
22,668






992,018
1,937,027

地域分區市場對溢利貢獻未有呈報，因每一地域分區之溢利貢獻與集團之溢利營業額比率大致相符。

2.
折舊

於本期間內，集團的物業、廠房及設備之折舊為港幣七千五百三十萬元（二零零零年：港幣七千四百一十萬元）。

3.
稅項


截至六月三十日止六個月


二零零一年
二零零零年


（未經審核）
（未經審核）


港幣千元
港幣千元





稅項包括：







香港利得稅
21,741
37,657

在其他司法權區之稅項
2,565
2,946






24,306
40,603

遞延稅項抵免
(1,191)
---






23,115
40,603

香港利得稅是按本期間內估計應課稅溢利以稅率百分之十六計算。

其他司法權區之稅項乃根據有關司法權區個別之現行稅率計算。

遞延稅項抵免主要是來自稅項折舊與計入財務報表之折舊費用之時間差距的稅務影響。

4.
每股溢利

每股基本及攤薄溢利按以下數據計算：


截至六月三十日止六個月


二零零一年
二零零零年


（未經審核）
（未經審核）


港幣千元
港幣千元





計算基本及攤薄溢利之



  股東應佔溢利
200,161
520,520






股份之數量（以千位計）





計算每股基本溢利之普通股



  加權平均股數
379,785
377,547

來自僱員股份獎勵制度之



  潛在攤薄影響
1,382
1,441





計算每股攤薄溢利之普通股



  加權平均股數
381,167
378,988

業務回顧

儘管半導體業的營商環境仍然十分艱巨，ASM 於回顧期內的六個月錄得一億二千七百二十萬美元的營業額及合理的盈利。截至二零零一年六月三十日止六個月，運用資本報酬率及銷售利潤率分別為百分之十一點四和百分之二十一點一。這主要是由於我們致力為不同應用市場提供多元化產品所致，如板裝晶片、光學電子、組合元件、電源、集成電路包裝等，以及其他新產品，如整片測試、集成鋸分拾置系列，及鐳射二極管裝嵌所需之管芯焊機與焊線機。

於二零零零年，我們的裝嵌設備收益世界排名第二。儘管今年中期的營業額為一億零五百七十萬美元，較去年同期相比下降百分之五十點一，集團的營業額已於數月前超越原本處於領先地位的競爭對手。這反映了集團已成功於過去歷年建立起一個穩固的基礎及不斷提升其市場地位。此外，集團為光學電子業提供卓越的產品，大大提高焊接設備於日本市場的收益。集團上半年在日本市場的銷售額已經超過以前任何一年該市場的全年銷售額。

整個電子業及其供應鏈於去年第四季度進入調整期，由電腦行業開始，期後伸延至所有電子終端產品市場領域，包括電訊以至消費品市場。而第二次浪潮更於二零零一年一至二月期間爆發，影響供應鏈中所有具領導地位的公司，情況較第一次更為嚴峻。隨著把工序外判的業務模式愈來愈盛行，加上現代資訊科技工具發達，很多公司現已收緊向其供應商採購原料的數額，這使市場對半導體產品的需求急劇下降。

因受美國、日本，以至歐洲等國家之不明朗經濟環境影響，半導體市場正經歷自一九八五年以來前所未有的不景氣情況，並彌漫著一片過份悲觀的氣氛。由於半導體業於過往數年以倍數增長，使週期性的放緩情況相應地變得更加激烈。 許多分析員形容目前的放緩情況為半導體和半導體設備行業史上最嚴峻的一次。

於最近的一個季度，半導體行業之銷售額，不論以月份比月份，季度比季度或是年度比年度作比較，均出現連續性下降。同樣地，在付運低迷的情況下，北美半導體設備行業產品訂單與付運比率在四月份更下降至零點四四。在這蕭條的市場環境，以及提升生產量與生產能力的設備已早於二零零零年添置妥當，導致許多進行集成電路包裝的客戶，包括集成裝置製造商（IDM）均將付運期推遲，或取消了一些尚未確認的訂單。此外，他們更削減資本性投資預算，並推遲採購新設備。

自然地，很多具領導地位的公司在是次的行業波動中亦不能倖免。於過往三年，ASM 在集成電路包裝市場錄得卓越成績，但現時我們與生產能力相關的產品亦同樣受行業放緩的影響，尤其是管芯焊機和焊線機。由於新訂單減少及若干訂單被取消，我們的積存訂單已由年初的一億二千萬美元降低至六月底的超過四千萬美元。

然而，行業放緩是吸納新客戶和進行實地評估的最佳時機。除了為市場復甦時所需的大量生產和快速付運作好準備外，我們向現有及具購買潛質的客戶已付運多台高性能 AB339 Eagle 金線焊機，讓客戶進行基準測試及評審；客戶對該設備表現的評價令人鼓舞。

為使公司持續強大，並成為業內的領導者，我們並無削減於研發或市場推廣所投入的資源，並繼續進行各種資本性投資項目，以加強生產力。我們正採取謹慎的措施，減少固定及可變成本，包括延遲加薪、精簡生產部人手和將工作分配合理化，以維持盈利能力。

集團於四月份派發了二零零零年末期股息合共三億二千二百八十萬港元，及於上半年進行了一億零九百萬港元的資本性投資後，於二零零一年六月三十日，集團手頭現金淨額僅略為下降至港幣六億一千五百五十萬元（於二零零零年十二月三十一日為港幣六億四千八百八十萬元）。應收賬款週轉率縮短至61天，總存貨亦較6個月前降低了百分之十。流動比率保持在3.41，長期負債為零，負債對股本比率則降低至百分之二十五點六。由於集團並沒有任何短期資金需要，並從營運溢利及折舊獲得充裕的現金流量，因而能維持高息政策。

展望

行業分析員現預測半導體業在二零零零年經歷百分之三十七的增長後，今年將出現百分之二十至二十五的負增長，甚至預期產量亦會出現收縮。半導體設備行業去年增長百分之八十，今年預計下跌百分之四十至五十。

面對這些重大調整，行業分析員預測半導體業在今年第二季度及第三季度將處於行業周期的低潮，但預計在第四季度業內商業活動將較為活躍。目前半導體裝嵌廠家的設備運作率偏低，引致整體市場前景不明朗，設備訂購疲弱，尤其是與生產能力相關的設備。由於預見客戶發出設備訂單時將要求極短的交貨期，我們必須為二零零二年年中市場需求可能急速攀升或市場持續疲弱這兩個可能性均作好準備。

今年七月，我們推出新一代的高速創新集成電路管芯焊機，該設備可處理12吋、8吋和6吋的晶片。同時，我們引進高精密度的共熔焊接工藝焊機，用於覆晶焊接包裝應用。此外，我們新型的焊珠放置、回焊及清洗生產線（BPLine）現正為機器之工藝及加工能力設定新標準。結合整片測試和集成鋸分拾置系列，ASM 開創了晶積度焊珠排列包裝 （CSBGA）的 IDEALine 解決方案之先河。

憑著這些產品，結合二零零零年推出的新型金線及鋁線焊機、IDEALmold 和整片測試處理器，將有助 ASM 於未來數月迎接挑戰，並擴大其市場佔有率。我們全新的產品組合充滿活力，其所有元素均於最近兩年始推出市場，使我們在裝嵌設備領域內雄據重要而強大的席位。

此外，隨著無模後固化環氧物和整片測試的採用，以及行業趨向高密度焊珠排列及無引線包裝等多元化發展，我們的 IDEALine 工廠自動化解決方案為客戶實現大幅縮短生產周期的目標。由輸入晶片至元件包裝和測試完畢，所需時間由數天減少至不足一小時。 產品過程（WIP）削減至以往的一小部分。同時，它能容許即時獲取生產間的資訊。 

作為各種關鍵工序組件的生產商，加上巳累積工廠自動化軟件發展的廣泛經驗，ASM 在市場上佔據舉足輕重的位置。我們正帶領半導體裝嵌及測試行業從各自獨立的自動化模式走向最高效率的生產方式 -即全面整合裝嵌生產線的模式，並將因此而獲得回報。

在聯交所網頁登載詳細的業績公告

本公司載有根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券上市規則附錄十六第46(1)至46(6)段所規定的全部資料的業績公告將在適當時間在聯交所網頁登載。

審計委員會

審計委員會已與管理層檢閱本集團所採用的會計原則及常規，討論審核工作、內部控制及財務報表事宜，包括審查未經審核之中期財務報表。

承董事會命

董事

林師龐

香港，二零零一年七月二十三日

請同時參閱本公佈於 (香港經濟日報及信報) 刊登的內容。
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